Verarbeitungsparameter Lotstoppmaske KM3.0

Lagerung:
Das Laminat muf vor Hitze, Staub und jeglichem UV-Licht geschitzt gelagert werden. Beste

Lagerbedingungen sind ein Kuhlschrank oder ein Keller (kiihl und feucht). Bei Lagerung bei Raumtemperatur wird die Mindesthaltbar-
keit unter Umstanden auf unter 6 Monate verkirzt.

Aufbau:
3 teilig Teil 1 (weiB) = Abfallfolie
Teil 2 (grin) = Létstoppmaske
Teil 3 (transparent) = Mylar-Schutzfolie
Verarbeitung
Die Abfallfolie wird vor dem Laminieren auf der Abfallrolle aufgespannt und automatisch entfernt.

Die Létstoppmaske (freigelegte Seite) wird auf das Kupfer aufgebracht. Sofern seit der letzten Verarbeitung einige Zeit vergangen ist,
muf zunéchst ca. 30 cm Vorlauf gefahren werden, um frische Maskenoberflache (ohne Raumstaub) zur Verfigung zu haben. ACH-
TUNG, nach langeren Standzeiten auf dem Laminator kann u.U. die Abfallfolie auf der Lotstoppmaskenseite festkleben. Die Abfallfolie
muf3 dann von Hand geldst werden.

Nach dem Laminieren sollte eine Haltezeit von 10 Minuten eingehalten werden.

Die Mylar Schutzfolie schiitzt die Heizwalzen wahrend des Laminiervorgangs. Sie wird erst nach der Bildubertragung (also vor dem
Entwickeln) entfernt.

Verarbeitungsparameter

Das Laminat muf3 auf einen sauberen, staub- und fettfreien Leiterplattentrager aufgebracht werden. Die Laminatstarke 3.0 mil ist fur
Kupferdicken bis 35um ausgelegt.

Folgende Parameter sind am Laminator RLM 419p einzustellen:
Temperatur: 110 ° Celsius
Druck: Stufe 4-6
Geschwindigkeit: 0,2-0,4

Belichtung:

Das Laminat wird auf dem BUNGARD/Hellas Belichtungsgerat 30 Sekunden belichtet (bei hochtransparenten Filmen). Auf
BUNGARD/EXP 2000 Geraten betragt die Belichtungszeit 10 Sekunden.

Entwicklung:

Der Létstopplack mul? auf Sprihentwickleranlagen (JET / SPLASH / SPLASH CENTER / DL 500) mit 45°C warmer Natriumcarbonatl6-
sung (1%ig) entwickelt werden. Entwicklungszeit ca. 2 Minuten (je nach Frische des Entwickler). AnschlieBend muf3 die Platte unter
kréaftigem, warmen Frischwasserstrahl ca. 1 Minute griindliche abgespilt werden und dann unter HeiB3luft (Fon, Warmluftgeblase BUN-
GARD/AIR 2000) getrocknet werden.

Aushartung:

SchlieBlich muR das Material zur entgiltigen Aushartung 1 Stunden unter BUNGARD/HELLAS UV-Licht (5 Minuten unter EXP 2000) be-
lichtet werden oder unter Frischluftzufuhr 1 Stunde bei 85°C im HeiRluftofen. Erst dann erreicht die Létstoppmaske ihre volle Wider-
standskraft. ACHTUNG: nach dem Aushérten ist die Lotstoppmaske sprode und a3t sich nicht mehr auf Tafelscheren schneiden (Abhil-
fe: eventuell Schneidkanten im Layout freistellen).
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